~ Fraunhofer AKTUELL
e 44,2018

Elektrochemische Korrosion auf keramischen
Substraten fur leistungselektronische Module

Elektrochemische Migration (ECM), eine Form der Korrosion, reduziert die Zuverlassigkeit und Lebensdauer
elektronischer Baugruppen. Bei diesem Prozess wachsen, wie im Bild gezeigt, baumartige Strukturen,
beispielsweise in den Isoliergraben zwischen Metallpads auf keramischen Substraten. Mit standig steigenden
Packungsdichten und fortschreitender Miniaturisierung riickt die Problematik der elektrochemischen Korro-
sion im Bereich der Elektronik immer mehr in den Fokus. Am 1ISB werden daher verschiedene Test- und
Analyseverfahren eingesetzt, um Korrosion und Korrosionsschutz an leistungselektronischen Modulen zu
erforschen.

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2
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Elektrochemische Korrosion

Aufgrund steigender Packungsdichten und fort-
schreitender Miniaturisierung wird die Erforschung
der elektrochemischen Korrosion immer wichtiger,
um eine hohe Zuverldssigkeit und Lebensdauer
leistungselektronischer Module zu gewahrleisten.

Die Betrachtung der Korrosionsproblematik ist insbe-
sondere flr Anwendungen von leistungselektronischen
Modulen unter stark belastenden Umweltbedingungen
erforderlich. Beispiele sind Umrichter in Windradern (vor
allem in Offshore-Windparks) und Photovoltaikanlagen
oder in Zugen verbaute Leistungselektronik. Extreme
Umweltbedingungen finden sich im Bereich der Luft-
und Raumfahrt: ausgepragte Klimaanderungen, Strah-
lung sowie mechanische Belastungen. Unter diesen
Bedingungen kann — beispielsweise durch Kondensation
bei Temperaturabfall — Feuchte im Modul entstehen.

Elektrochemische Migration (ECM) tritt unter folgenden
Voraussetzungen auf: delaminiertes Vergussmaterial,
Metalle/Metallkombinationen, die zu Korrosion neigen,
eine anliegende Spannung und Feuchtigkeit. Bei dem
Prozess gehen positiv geladene Metallionen im Elektro-
lyten in Losung und wandern von der Anode zur Katho-
de, wo sie sich abscheiden (Bild unten). Dadurch ent-
stehen Dendriten, die zu Kurzschllssen fihren kénnen.

Am [ISB werden Korrosion und Korrosionsschutz an
leistungselektronischen Modulen erforscht. Dazu fihren
die Wissenschaftler und Techniker verschiedene Korro-
sionstests durch, beispielsweise Schadgastests, Feuchte-
Warme-Prifungen, Salzsprihnebeltests, Temperatur-
schockprifungen sowie weitere spezielle Laborexperi-
mente. Die Schadensanalyse erfolgt unter anderem
mittels Mikroskop-Untersuchungen, bei denen Dendri-
ten festgestellt werden kdnnen, deren Zusammenset-
zung durch REM/EDX- oder XPS-Analysen bestimmt
werden kann. Da es sich bei Korrosion bzw. Korrosions-
bestandigkeit um eine Systemeigenschaft handelt, muss
immer das Modulkonzept als Ganzes betrachtet wer-
den.
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Kontakt: Dr. Christoph F. Bayer
christoph.bayer@iisb.fraunhofer.de, Tel. 215
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j September 16-21

Wiirzburg

22" International Conference on
lon Implantation Technology

Die 22" International Conference on lon Implanta-
tion Technology (lIT 2018) fand vom 16. bis 21.
September 2018 im Congress Centrum Wiirzburg
statt. Mehr als 200 Teilnehmer aus {iber 20 Lan-
dern besuchten diese auf dem Gebiet der lonen-
implantation weltweit bedeutendste Konferenz.
Die IIT 2018 wurde gemeinsam vom Fraunhofer
lISB und Infineon Technologies organisiert (Con-
ference Chair: Prof. Lothar Frey 1, 1ISB, Conference
Co-Chair: Dr. Reinhard Ploss, Infineon, Program
Chair: Dr. Volker Haublein, 1ISB, Chair Local
Organizing Committee: Prof. Heiner Ryssel, 1ISB).

Die IIT bietet ein offenes Forum fir die Vorstellung und
Diskussion von Herausforderungen auf dem Gebiet der
lonenimplantation und deren Lésungen. Die Themen-
felder sind: Anlagen fir lonenimplantation, Ausheilpro-
zesse und Messtechnik — lonenimplantation und Aushei-
len von Halbleitern, aber zunehmend auch von anderen,
teils exotischen Materialien — lonenimplantation flr
Bauelemente — Modellierung und Simulation. Das Teil-
nehmerspektrum umfasst Wissenschaftler und Ingenieu-
re aus Industrie und Forschung. Mit groBem Engage-
ment sorgten die Kolleginnen und Kollegen des IISB-
Organisationsteams flr einen in jeder Hinsicht gelunge-
nen Ablauf der diesjahrigen Konferenz.

Begleitend zur Konferenz fanden eine Schule fir lonen-
implantation (13. bis 15. September) und eine Industrie-
ausstellung (parallel zur Konferenz) statt. Das wissen-
schaftliche Konferenzprogramm bestand aus 58 Vortra-
gen, darunter 10 eingeladenen, sowie 58 Postern. Der
Konferenzband mit den wissenschaftlichen Veroffentli-
chungen wird Anfang 2019 bei IEEE erscheinen.

Dr. Reinhard Ploss, Infineon Technologies, bei der Eréff-
nung der lIT 2018. Bild: Petra Winkelhardt / IISB

Weitere Informationen: www.iit2018.org
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